Technische Erlduterungen

In Halbleiterelementen entsteht, abhéngig vom Arbeitspunkt, eine Verlustleistung, welche in Wérme umgesetzt wird. Die Tem-
peratur darf dabei eine vom verwendeten Halbleiter bestimmten Wert nicht Gbersteigen. Die relativ kleine Oberfléache der
Halbleitergehduse kann nur eine beschréinkte Wérmemenge abfihren, so daf3 eine VergréfBerung der abgebenden Flache
durch geeignete Kihlkdrper notwendig wird. Der in der Elektrotechnik gebréuchlichere Begriff ,\Warmewiderstand” ergibt

sich analog dem Ohmsch

Der gesamte Wéarmewiderstand setzt sich aus einer Reihenschaltung der einzelnen Teilwidersténde zusammen.

Es gilt: Rinic

RthCK

Der erforderliche Warmewiderstand des Kihlers kann wie folgt errechnet werden:

Rin =

Die Katalogangaben beziehen sich auf eloxierte Oberfléichen und senkrecht verlaufende Kihlfléchen sowie Konvektions-

kihlung. Fir blanke bzw.

flachen 20 % abgezogen werden. Die Katalogdiagramme sind bei freistehenden senkrechten Kishlflachen und mit etwa
gleichmaBig verteilten Wérmequellen aufgenommen. Es empfiehlt sich am fertigen Geréteaufbau genaue Messungen vorzu-

nehmen. Als Material fir

Fir forcierte Kihlung mit Lifter lassen sich an Hand der nachfolgenden Kurve abhéngig von Luftgeschwindigkeit @ entspre-
chende Korrekturwerte F ablesen.

en Gesetz aus Warmestrom (Verlustleistung) und Temperaturerhdhung (= Spannung).

A 9 K

P W

Ry =

Rih ges. = Ryjc + Rypex + Rk
Warmewiderstand Sperrschicht - Gehé&use (vom Herstellerdatenblatt)

Waérmeibergangswiderstand Gehéuse - Kihlfléche.
In diesem Wert sind auch die fir die Montage benitzten Isolierungen zu bericksichtigen.
Die Verwendung von Warmeleitpaste reduziert diesen Ubergangswiderstand erheblich.

Wérmewiderstand der Kihlflache - Umgebung.

Dieser Wert wird vom Kihlkérperhersteller angegeben und setzt sich aus den Material- und den
Wéarmeabgabewiderstand zusammen. Um eine bessere Auswertung zu erméglichen, ist bei den
Diagrammen im Katalog die Temperaturerhdhung A O als Funktion der Verlustleistung P fir verschie-
dene GréBen bzw. Langen der Kihlkdrper angegeben. Bei Ublicherweise bekannter Verlustleistung
P kann die zu erwartende Temperaturerhdhung A O direkt abgelesen werden. Der Warmewider-
stand Ry, ergibt sich aus den beiden Werten A 9 und P.

Ui - Yamb

P - Rick = Ry Ui = Max. Sperrschichttemperatur
Yamb = Umgebungstemperatur
P = Verlustleistung

unbehandelte Oberfléchen des Kihlkérpers missen ca. 15 % und fir horizontale Lage der Kihl-

die Kuhlprofile wird die gut wérmeleitende Legierung Al Mg Si 0,5 F22 verwendet.
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Der tatsdichliche Wert fir

Fir forcierte Kishlung ist d

tionskihlung, bei der ein bestimmter Rippenabstand nicht unterschritten werden sollte, muf3 fir forcierte Kishlung eine még-
lichst groBe Fléche mit entsprechend vielen Rippen vorgesehen werden.

Da dieser Katalog nur die serienméfig gefertigten Standard-Kihlelemente enthélt, méchten wir Sie bitten, uns bei Sonder-
anfertigungen lhre Problemstellung zu schildern. Ein eingespieltes Team von Entwicklern und Fertigungstechnikern ist bemiht,
fir jeden Kunden kurzfristig eine mafBgeschneiderte L&sung zu erarbeiten.

Achtung: Zeichnungen

Anderungen vorbehalten.

4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16
Luftgeschwindigkeit o (m/s)

Rinr ergibt sich zu Ryp = F x Ry

ie Oberflachenbeschaffenheit des Kihlers praktisch ohne Bedeutung. Im Gegensatz zur Konvek-

im Katalog nicht immer maBstabsgerecht.
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Technical descriptions

Power dissipation, which is converted into heat energy, occurs in semiconductor elements depending on the operating condi-
tions. Here the temperature must not exceed a value determined by the semiconductor used. The relatively small surface of
the semiconductor housing enables only limited heat dissipation, so that it is necessary to enlarge the dissipating surface by
suitable heat sinks. The designation conventionally employed in electrical engineering “thermal resistance” is similar to Ohm's
law, being defined by heat flow (= dissipation loss) and increase in temperature (= voltage).

A 9 K

Ry = P W

Overall thermal resistance comprises a series connection in the individual partial resistances.
Rin ges. = Ryyc + Ripek + Rk
whereby: Ry = thermal resistance barrier layer - housing (from the manufacturer’s data sheet)

Rick = thermal contact resistance housing - cooling surface.
To be taken into due consideration in this value are also the insulations used for assembly.
Use of a heat conductor paste will reduce this contact resistance.

R = thermal resistance of the cooling surface - environment.
This value is specified by the heat sink manufacturer, comprising material and heat dissipation.
To make for better selection, the increase in temperature A O is given as a function of the dissipa-
tion loss P for various heat sink lengths and sizes in the catalogue diagrams. In the case of the
usually known P dissipation loss the increase in temperature A U to be expected can be read off
directly. The thermal resistance Ry, results from the two values A O P.

The thermal resistance required for the cooling device can be calculated as follows:

Ry = ﬁl—Tﬁomb - Ripck - Ry i = max. barrier layer temp.
Jamb = ambient temperature
P = power dissipation

Specifications in the catalogue refer to anodized surfaces and vertical cooling surfaces as well as convection cooling. Ap-
prox. 15 % must be subtracted for the blank or untreated surfaces of the cooling device and 20 % for the horizontal position
of the cooling surfaces. The diagrams in the catalogue have been recorded with free-standing vertical cooling surface and
with about uniformly distributed heat sources. It is recommended to take precise measurements on the completely finished
housings. Used as material for the cooling profile is the alloy Al Mg Si 0,5 F22 with good thermal conductivity.

For forced cooling corresponding correction values F can be read off the following curve as function of the air velocity .

air flow © (m/s)

The actual value for Ry results from Rye = F x Ry

The surface color of the heatsink is of no practical significance for forced cooling. Unlike convection cooling where a certain
space between the fins must be respected, forced cooling demands as large a surface as possible with a corresponding num-
ber of fins.

As this catalogue only contains standard heat sinks, we would like to ask you to describe your own specific problems in this

respect. Welltrained construction and production engineers will then work out a tailor-made solution for each customer at
short notice.

N.B. The drawings in the catalogue are not always true to scale.

Subject to change without notice.
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A"gemeine Hinweise - Common Information

Abhangig vom Einsatz der Kihlkdrper hinsichtlich
der montierten Bauelemente ist ein ganzfléchiges
oder partielles Uberfrasen der Montageflache not-
wendig.

Die Unebenheiten stranggepreBter Fléchen kann
nach Norm mehrere zehntel Milimeter betragen.

Daher ist beim Einsatz moderner Halbleiter von un-
serer Seite immer ein Uberfrasen gemdf den Dao-
tenbichern der Bauelemente angeraten.

Die Mef3kurven wurden mit gleichmé&Biger Wérme-
verteilung auf der Montageseite ermittelt.

Abweichungen zu den thermischen Widerstanden
ergeben sich v.a. durch verénderte Montage- und
Einsatzbedingungen.

Alle stranggepressten Materialien werden iberwie-
gend in der Llegierung EN AW-6060 Té66
(AIMgSi 0,5 F22) nach EN 573-3 und -4

(DIN 1725) gepresst. MafBtoleranzen nach
EN 755 und EN 12020 (DIN 1748 und
DIN 17615)

Bei MaBangaben fir mech. Bearbeitung gilt
DIN ISO 2768 mK. Ausgenommen hiervon sind
Strangpressprofile und Druckgussteile. Fir Platten-

material gilt DIN EN 485.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in
Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung unserer
Kunden auf Grund unserer Erfahrungen nach be-
sten Wissen entsprechend dem derzeitigen Kennt-
nisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind un-
verbindlich und bekunden kein vertragliches Rechts-
verhdltnis und keine Nebenverpflichtungen aus
dem Kaufvertrag.

Technische Weiterentwicklungen und Verbesserun-
gen behalten wir uns vor. Sie entbinden den K&ufer
nicht von der Priifung unserer Produkte auf lhre Eig-
nung fir den vorgesehenen Verwendungszweck in
eigener Verantwortung, und von der Beachtung der
Schutzrechte Diritter.

Im Gbrigen gelten unsere allgemeinen Geschéftsbe-
dingungen. (s.S. 107)

Alle in unserem Katalog aufgefihrten Artikel sind
RoHS-Konform.

Depending on the application of the heatsinks - un-
der consideration of the mounted components - mil-
ling of the complete resp. partial mounting area
might be inevitable.

The unevenness of extruded areas can amount to
several tenth of millimeters according to standard
norm.

Due to that we always advice our customers to ho-
ve the top milled in accordance with particulars of
the components when modern semiconductors are
being applicated.

The gradients had been aquired on the mounting
top by even heat distribution.

Tolerances relating to the thermal resistancy will
arise when for example the mounting - resp. appli-
cation conditions get changed.

Our recommondations (spoken and written) for
application technologies which we support our
customers with are due to our experience and best
of our knowledge. They comply with the present sta-
te of the scientific and technical knowledge in theo-
ry and practice. These are not binding and manifest
no contractuel legal relationship nor obligations ba-
sed on our sales contract. Therefore all statements
made in our catalogue are not to be regarded to as
warranted characteristics.

The preponderence of extruded materials are pres-
sed with an aluminium-alloy EN AW-6060 Té6
(AIMgSi 0,5 F22) acc. to EN 573-3 and -4 (replo-
cing DIN 1725).

Dimension tolerance for machined parts are subject

to DIN ISO 2768 mK.

This does not include extruded profiles and die-ca-
sted parts. For disc material DIN EN 485 applies.

For further technical developments and improve-
ments we express our reservations. The buyer will
not be absolved from inspecting our products for
suitable application at his personal responsibility
and from taking into account trade mark rights of
third parties.

Aside that our General terms and conditions of bus-
sines are applying. (P. 107)

All items listed in our catalogue are RoHS compa-

tible.
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